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MICRO POINT PRO WEDGE
TOOLS

Tradizionalmente il wedge bonding e utilizzato per le applicazioni di bonding
con filo di alluminio m sta diventando una scelta anche per metodi di
interconnessione come Tab, Flip Chip e altri.

MPP sviluppa e produce una vasta gamma di strumenti per il wedge

bonding con vari metalli. Gli utensili piu popolari, in carburo di tungsteno sono
utilizzati per le applicazioni con filo di alluminio, mentre gli utensiliin carburo
di titanio sono adatti per il bonding di fili d'oro.
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